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Abstract (en)
The yoke (20) connecting the three drill strings (7'-7''') together is cranked upward (22) at the center and has bearings (26) for the drill strings. There
are cutting tools (9'-9''') at the tip of each drill string, and spiral flutes (11'-11''') carry the cut rock upward. The outer drill strings have spiral flutes
(19'19'') above the bearings in the yoke. There are mixing paddles (14) on all three drill strings above the yoke.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Bohrvorrichtung und ein Verfahren zum Erstellen einer Bohrung im Boden, welche durch drehendes Antreiben und
gleichzeitiges Absenken von mindestens drei nebeneinander angeordneten Bohrsträngen (7) mit jeweils einer Schneideinrichtung (10) in den Boden
eingebracht wird. Das bodenseitige Ende des mittleren Bohrstranges (7''') ist mit einem Versatz zu den äußeren Bohrsträngen (7',7'') angeordnet.
Die Bohrstränge sind über ein Joch (20) miteinander gekoppelt, in welchem die Bohrstränge drehbar gelagert sind. Das Joch weist im Bereich des
versetzten mittleren Bohrstranges eine Verschränkung (22) in Richtung des Versatzes auf. <IMAGE>
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